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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Kuhlvorrichtung fur eine Leiterplatte und Verfahren zum Herstellen einer solchen Kuhlvorrichtung 

(§) Es wird eine Kuhlvorrichtung fur eine Leiterplatte offen- 
bart, bei der mindestens auf einer Seite gedruckte Leiter- 
bahnen ausgebildet sind und die eine Vielzahl elektronischer 
Festkorperbauelemente aufweist, die durch Loten mit der 
Leiterplatte verbunden sind, um eine elektrische Schaltungs- 
baugruppe zu bilden. Die erfindungsgemaSe Kuhlvorrich- 
tung besteht aus einer a us thermisch leitendem und vor- 
zugsweise elektrisch isolierendem Kunststoff gebildeten 
Beschichtung. Gegenstand der Erfindung sind auch geeigne- 
te Verfahren zum Herstellen einer solchen Beschichtung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine KQhlvorrichtung 
fQr eine Leiterplatte gemafl dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1. Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Ver- 
fahren zum Herstellen einer solchen KQhlvorrichtung. 

Bei Leiterplatten der gattungsgemaBen Art, die oft- 
mals auch als "Platinen" oder als "gedruckte Schaltun- 
gen" bezeichnet werden, sind zumindest auf einer Seite 
der Leiterplatte gedruckte Leiterbahnen ausgebildet, 
die das jeweils gewQnschte Verdrahtungsmuster bilden. 
Hierdurch ist es mdglich, auf einer oder ggf. auch auf 
beiden Seiten der Leiterplatte eine Vielzahl elektroni- 
scher Festk6rperbauelemente in Form von Widerstan- 
den, Kondensatoren, Transistoren oder integrierten 
Schaltungen anzuordnen und diese durch Leten mit der 
Leiterplatte zu verbinden, so daB eine elektrische Schal- 
tungsbaugruppe gebildet wird, die die erwQnschte 
Schalt- oder Steuerungsfunktion ausfahrt Das Festld- 
ten erfolgt ublicherweise dadurch, daB Anschluflstifte 
des betreffenden Bauelements in eine Bohrung der Lei- 
terplatte eingesteckt und an einer dort vorgesehenen 
Ldtose angelatet werden. Bei einer in SMD-Technik 
("Surface mounted device") bestuckten Leiterplatte 
werden die entsprechenden SMD-Bauelemente hinge- 
gen unmittelbar an der BestQckungsseite festgeldtet, so 
daB die Notwendigkeit von Befestigungsl6chern ent- 
failt. Bei einem besonders komplexen Verdrahtungsmu- 
ster ist es im ubrigen manchmal notwendig, eine aus 
mehreren Schichten bestehende oder sogenannte Multi- 
lay er-Platine zu verwenden; auch hier ist die erfindungs- 
gemaBe KQhlvorrichtung verwendbar. 

Infolge der immer mehr ansteigenden Packungsdich- 
te moderner Leiterplatten bereitet die von den jeweili- 
gen elektronischen Bauelementen entwickelte Warme 
in zunehmendem MaBe Probleme, da eine ortliche 
Oberhitzung einzelner Bauelemente und eine hieraus 
ggf. resultierende Zerstorung des betreffenden Bauele- 
ments bzw. der Leiterplatte verhindert werden muB. Ein 
besonderes Problem steilt die Warmeentwicklung im 
ubrigen dann dar, wenn auf der Leiterplatte auch Lei- 
stungshalbleiter angeordnet sind, die zum Schalten gro- 
Ber Strome verwendet werden. In beiden Fallen muB 
daher durch eine geeignete KQhlvorrichtung dafur ge- 
sorgt werden, daB die entwickelte Warme sicher und 
zuverlassig von den elektronischen Bauelementen und 
der Leiterplatte abgefuhrt wird. 

Eine bekannte KQhlvorrichtung zur Ldsung dieses 
Problems besteht aus einer in die Leiterplatte eingebet- 
teten Metallplatte, die gleichsam einen metallischen 
Kern der Leiterplatte bildet; dieser metallische Kern, 
der z. B. an den Randern mit weiteren Metallteilen zur 
Warmeabfuhr verbunden sein kann, liegt aufgrund der 
geringen Dicke der anderen Schichten der Leiterplatten 
in unmittelbarer Nahe der eingeloteten Bauelemente 
und kann daher trotz des schlechten thermischen Leit- 
vermogens dieser Zwischenschichten die von den Bau- 
elementen entwickelte Warme aufnehmen. Ein Nachteil 
dieses bekannten Verfahrens liegt jedoch darin, daB die 
Herstellungskosten auBerst hoch sind, zumal in aufwen- 
diger Weise dafur gesorgt werden muB, daB der metalli- 
sche Kern keine ungewollten KurzschlQsse hervorruft; 
eine zu diesem Zweck vorgenommene Isolation wird 
beispielsweise durch ein Wirbelsinterverfahren, eine 
Kernlaminierungoder durch eine Porzellan-, elektrosta- 
tische, elektrophoretische oder Tauchbeschichtung er- 
reicht Eine in der DE 37 37 889 Al beschriebene Vari- 
ante dieser bekannten KQhlvorrichtung, bei der die me- 
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taliische Platte durch thermisch leitende FQHstoffe er- 
setzt ist, leidet ebenfalls an den sehr hohen Herstel- 
lungskosten. 

Als Alternative zu den beiden vorgenannten KQhl- 
5 vorrichtungen wurde bereits vorgeschlagen, die der be- 
stQckten Seite der Leiterplatte abgewandte Seite (d. h. 
die Unterseite) in engen Kontakt mit einem fiachigen 
KQhlkdrper zu bringen. So wird beispielsweise in der 
DE42 26 168A1 ein Verfahren zum Herstellen einer 
to elektronischen Baugruppe beschrieben, bei dem die Un- 
terseite Qber einen Warmeleitkleber mit dem KQhlkdr- 
per verbunden ist; eine ahnliche KQhlanordnung ist aus 
der DE34 44 699A1 bekannt In diesem Zusammen- 
hang ist es weiterhin bekannt, eine Vorimpragnierung 
15 (ein sogenanntes "Prepreg") der zu beklebenden Unter- 
seite der Leiterplatte vorzusehen. Diese bekannten An- 
ordnungen haben jedoch den Nachteil, daB der Kleb- 
stoff die WarmeUbertragung behindern kann; zur Ver- 
meidung dieses Nachteils wird daher in der 
20 DE 39 32 213 Al vorgeschlagen, unter dem Ort der je- 
weils die grdBte Warme erzeugenden Bauelemente eine 
Aussparung im KQhlkdrper vorzunehmen, die mit einer 
warmeleitenden Paste aufgefQllt wird. Beiden bekann- 
ten KQhlvorrichtungen ist jedoch der Nachteil gemein- 
25 sam, daB der (meist aus Aluminium bestehende) Kuhlkd- 
per in seiner Herstellung sehr aufwendig und demge- 
mafi entsprechend teuer ist. DarQber hinaus kann die 
BestQckung der Leiterplatte nur einseitig erfolgen, so 
daB der Einsatzbereich entsprechend eingeschrankt ist. 
30 In der EP 0 324 890 Al ist eine sogenannte gedruckte 
Schaltungsplatte beschrieben, bei der nicht nur die Lei- 
terbahnen, sondern auch die elektronischen Bauelemen- 
te selbst als gedruckte Teile ausgebildet werden; diese 
bekannte Schaltungsplatte entspricht somit einer Art 
35 DQnnfilmschaltung. Um zu erreichen, daB die hergestell- 
ten elektronischen Dunnfilmelemente geschCtzt sind, 
wird bei dieser bekannten DQnnfilmschaltung Qber der 
gesamten Oberflache ein dunner isolierender Film aus- 
gebildet, der anschlieBend mit einem dQnnen warmelei- 
40 tenden Film bedeckt wird, um die Warmeabfuhr zu ver- 
bessern. Bei der von der Erfindung unter Schutz gestell- 
ten gattungsgemaBen Leiterplatte werden hingegen fer- 
tige elektronische Festkorperbauelemente angelotet, so 
daB der prinzipielle Aufbau und die wesentlichen Her- 
45 stellungsschritte mit denen dieser bekannten DQnnfilm- 
schaltung nicht vergleichbar sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine KQhl- 
vorrichtung fur eine Leiterplatte der im Oberbegriff des 
Anspruchs 1 angegebenen Art zu schaffen, die sich 
so durch auBerst gunstige Herstellungskosten auszeichnet, 
eine hervorragende Warmeabfuhr sicherstellt und dar- 
Qber hinaus ein breites Anwendungsgebiet der Leiter- 
platte ermoglicht Weiterhin soil ein Verfahren zum 
Herstellen einer derartigen KQhlvorrichtung angegeben 
55 werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB hinsichtlich der 
Vorrichtung mit dem im Kennzeichnungsteil des An- 
spruchs 1 angegebenen MaBnahmen und hinsichtlich 
des Verfahrens mit den im Kennzeichnungsteil des An- 
60 spruchs 9 oder 13 angegebenen Verfahrensschritten ge- 
iost. 

Von der Erfindung wird demgemaB vorgeschlagen, 
als KQhlvorrichtung eine aus thermisch leitendem und 
vorzugsweise elektrisch isolierendem Kunststoff gebil- 
65 dete Beschichtung vorzusehen. Eine derartige Beschich- 
tung ist sehr preiswert, da sie gemaB der in den AnsprQ- 
chen 6 und 7 angegebenen Weiterbildung der Erfindung 
z. B. aus einer duroplastischen oder thermoplastischen 
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VerguBmasse aus einem Epyxidharz-, Polyamid- oder 
Polyurethan-Basismaterial bestehen kann, in dem Alu- 
minium-, Aluminiumoxid- oder auch Aluminiumhydro- 
xid-Partikel als Fllllstoff enthalten sind, die beispielswei- 
se run<J geformt sind; derartige Kunststoffe sind im 5 
Handel sehr gQnstig erhaltlich, so daB die Gesamtkosten 
der erfindungsgemaBen KOhlvorrichtung wesenthch ge- 
ringer anzusetzen sind als die der herkBmmlichen Kuhl- 
vorrichtungen, bei deneh ein bearbeiteter Metall-KttW- 
korper verwendet wird. Da sich die erfindungsgemaBe 10 
Beschichtung in nahezu beliebiger Dicke auftragen laBt, 
kann trotz der im Vergleich zu Aluminium geringeren 
Warmeleitfahigkeit eine hohe und fQr die wesenthchen 
Anwendungsfalle in der Regei stets ausreichende War- 
meableitung erzielt werden, wie auch mit Versuchen 15 
bestatigt werden konnte. Da insbesondere bei Verwen- 
dung einer elektrisch isolierenden Beschichtung em na- 
hezu beliebiger Auftrag der VerguBmasse moglich 1st, 
kann die Leiterplatte an beliebigen SteUen und insbe- 
sondere auch an der BestQckungsseite erfolgen; selbst 20 
bei zweiseitig besttickten Leiterplatten kann das Pnnzip 
der Erfindung somit problemlos angewandt werden. 

Die mit der Erfindung erzielbare Flexibilitat zeigt sich 
z. B. darin, daB es ohne weiteres moglich ist, die Be- 
schichtung aus mehreren, nur partiell auf eine oder bei- 75 
de Oberflachen der Leiterplatte und vorzugsweise mit- 
tels eines Aufspritzverfahrens aufgebrachten Beschich- 
tungsteilbereichen zu bilden, wobei es sich beispielswei- 
se empfiehlt, jeweiiige warmeerzeugende elektromsche 
Bauelemente in den Beschichtungsteilbereichen einzu- 30 
betten. Urn eine noch verbesserte Warmeableitung her- 
beizufUhren, kann bei dieser Variante der Erfindung 
auch daran gedacht werden, diese Beschichtungsteilbe- 
reiche mit warmeableitenden Bereichen der Schaltungs- 
baugruppe wie z. B. Gehauseteilen, zusatzlichen KOhl- 35 
kSrpern oder dergleichen, zu verbinden. Mittels des ge- 
nannten Aufspritzverfahrens ist diese seiektive Be- 
schichtung problemlos und auch preiswert durchffihr- 

bar. 1 a 

Die Erfindung gestattet es nach der Lehre des An- 40 
spruchs 4 daruber hinaus, diese Beschichtungsteilberei- 
che derart anzuordnen, daB die Leiterplatte nach der 
Ausbildung der Beschichtungsteilbereiche mit den elek- 
tronischen Bauelementen bestUckt und verlStet werden 
kann. Damit besteht also auch die Mogiichkeit, trotz der 45 
bereits vorhandenen Kuhlvorrichtung eine Montage 
oder einen Austausch von Bauelementen zum Zwecke 
der Reparatur vorzunehmen, falls dies gewunscht ist 

Andererseits liegt ein wesentlicher Gesichtspunkt der 
Erfindung gemaB Anspruch 5 darin, die Beschichtung 50 
dadurch zu bilden, daB die mit den elektronischen Bau- 
elementen bereits bestuckte Leiterplatte teilweise oder 
vollstandig in den thermisch leitenden und elektrisch 
isolierenden Kunststoff eingegossen wircL Diese Varian- 
te der Erfindung bietet sich insbesondere dann an, wenn 55 
eine moglichst umfassende Warmeableitung gewunscht 
ist Weitere Kennzeichen dieser Variante der Erfindung 
sind die unter Umstanden noch preiswertere Herstel- 
lung (Verwendung einer GieBform, EingieBen der Lei- 
terplatte in eine bereits vorhandene Ausnehmung eines 60 
Gerats) sowie die vollstiindige Kapselung, die auch ei- 
nen Schutz gegen UmwelteinflQsse wie insbesondere 
Wasser und dergleichen bietet; nachteilig gegenuber 
den anderen Varianten ist allerdings die erschwerte Re- 
paratur bzw. der beim Austausch einzelner Baueiemen- 65 
te erforderliche Abtrag der Beschichtung. 

Die erfindungsgemaBe Beschichtung kann selbstver- 
standlich auch mit einer der eingangs genannten her- 



kommlichen KQhlvorrichtungen kombiniert werden, 
d. h es kann eine Leiterplatte mit einem metallischen 
Kern oder eine Leiterplatte mit einer Kuhlkdrperplatte 
verwendet werden; in diesem Fall bietet die Erfindung 
den Vorteil einer noch besseren Warmeabfuhr bzw. ei- 
ner noch besseren thermischen Ankopplung der Bauele- 
mente an diesen zusatzlichen KQhlkorper. 

Wesentliche Verfahrensschritte zum Herstellen der 
erfindungsgemaBen Beschichtung sind Gegenstand der 
Verfahrensansprflche. 

Die Erfindung wird nunmehr nachstehend anhand der 
Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen unter Bezug- 
nahme auf die Zeichnung naher erlautert Es zeigen: 

Fig. 1 anhand eines schematischen Querschnitts ein 
erstes AusfQhrungsbeispiel der Erfindung; 

Fig. 2 anhand eines schematischen Querschnitts ein 
zweites AusfOhrungsbeispiel der Erfindung; und 

Fig. 3 anhand eines schematischen Querschnitts ein 
drittes Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung. 

Bei dem in Fig. 1 gezeigten AusfQhrungsbeispiel ist 
eine Leiterplatte 2 noch nicht mit den vorgesehenen 
elektronischen Bauelementen bestOckt Diese werden 
an einem mittleren Bereich der Leiterplatte 2, der durch 
Bohrungen zum Einstecken dieser Bauelemente sche- 
matisch angedeutet ist, durch Einloten befestigt AuBer- 
halb dieses mittleren Bereichs ist eine Beschichtung 1 
aus thermisch leitendem Kunststoff vorgesehen, die 
durch dosiertes Aufspritzen, d. h. durch eine sogenannte 
Dosiertechnik, aufgebracht wird. Diese Beschichtung 
kann eine im Vergleich zur Leiterplatte durchaus be- 
trachtliche Dicke aufweisen, so daB eine gute Warmeab- 
leitung gewahrleistet ist Da die Beschichtung i keines 
der sp&ter montierten Bauelemente beruhrt, ist es u. U 
moglich, auf die Verwendung eines elektrisch isolieren- 
den Kunststoffs fur die Beschichtung 1 zu verzichten. 
Wenn sich jedoch auf dem von der Beschichtung 1 be- 
deckten Oberflachenbereich Leiterbahnen befinden, 
sollte zur Vermeidung eines Kurzschlusses gleichwohl 
ein elektrisch isolierender Kunststoff verwendet wer- 

dC Der besondere VorteU dieses ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels liegt darin, daB trotz der erfindungsgemaBen Be- 
schichtung 1 ein Austausch von Bauelementen im Falle 
einer Reparatur jederzeit problemlos moglich ist 

Bei dem in Fig. 2 gezeigten zweiten Ausfiihrungsbei- 
spiel wird die Leiterplatte 2 zunachst mit den vorgese- 
henen elektronischen Bauelementen 3 bestuckt, worauf 
die Beschichtung 1 durch Aufspritzen oder VergieBen 
derart aufgebracht wird, daB samtliche Bauteile 3 oder 
zumindest diejenigen mit der groBten Warmeentwick- 
lung vollstandig in der Beschichtung 1 eingebettet sind; 
die Warme wird daher von diesen Bauelementen opti- 
mal abgefuhrt Wie in der Fig. 2 schematisch angedeutet 
ist, kann die Beschichtung 1 auch an der Unterseite par- 
tiell oder als vollstandige Schicht vorgesehen werden, 
urn die Warmeableitung noch zu verbessern. Es versteht 
sich, daB bei diesem AusfQhrungsbeispiel ein elektrisch 
isolierender Kunststoff fur die Beschichtung 1 verwen- 
det werden muB. ^ 

GemaB Fig. 3 ist es schlieBlich auch moglich, die mit 
den Bauelementen 3 bereits fertig bestuckte Leiterplat- 
te 2 derart mit Kunststoffmaterial zu vergieBen, daB 
eine Beschichtung 1 gebildet wird, die die Leiterplatte 2 
samt den darauf befindlichen Bauelementen 3 im we- 
senthchen vollstandig umgibt Wenn die Leiterplatte 2 
in einer Ausnehmung 7 eines Gerats befestigt werden 
soli, ist die Ausbildung der Beschichtung i besonders 
einfach, da es dann namlich genugt, die Leiterplatte 2 in 
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der Ausnehmung 7 geeignet zu plazieren und anschlie- 
Qend die Ausnehmung 7 mit dem Kunststoff aufzugie- 
Ben; in diesem Fall wird mit der Erfindung der weitere 
Vorteil erzielt, daB die Befestigung der Leiterplatte 2 
noch einfacher ist bzw. daB auf diese ganz verzichtet 5 
werden kann. 

Selbstverst&ndlich kdnnte es sich bei der Ausneh- 
mung 7 auch um eine zum Herstellen einer vollstandig 
umhullten Leiterplatte vorgesehene GuBform handeln. 
Jedoch kann auch hier der Auftrag des Kunststoffs 10 
durch Aufspritzen erfolgen. 

Bei samtlichen vorstehend beschriebenen Ausfiih- 
rungsbeispielen kann auch ein zusStzlicher KUhlkdrper 
zur noch besseren Warmeableitung vorgesehen wer- 
den; in Fig. 3 ist beispielsweise eine an der Unterseite 15 
der Leiterplatte 2 befestigte Aluminiumplatte 4 gezeigt, 
die bei der gezeigten Anordnung einen primaren Kiihl- 
korper darstellt, dessen Warme an den durch die erfin- 
dungsgem&Be Beschichtung 1 gebildeten sekundaren 
Kiihlkorper iibertragen wird. Alternativ kann bei jedem 20 
der beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele eine Leiter- 
platte 2 verwendet werden, die als (zus&tzlichen) Kiihl- 
korper einen metallischen Kern aufweist 

Die erfindungsgemaBe Beschichtung 1 ist auch bei 
zweiseitig bestuckten Leiterplatten und/oder bei in 25 
Multilayertechnik hergestellten und/oder bei in SMD- 
Technik ("Surface mounted device") bestuckten Leiter- 
platte problemlos anwendbar. 

Als Kunststoffmaterial fur die Beschichtung 1 wird 
beispielsweise eine duroplastische oder thermoplasti- 30 
sche VerguBmasse verwendet, die aus einem Epyxid- 
harz-, Polyurethan- oder auch Polyamid-Basismaterial 
besteht, in welchem z. B. Aluminium-, Aluminiurnoxid- 
oder Aluminiumhydroxid-Partikel als Fullstoff en thai- 
ten sind; falls dies herstellungstechnisch mdglich ist, sind 35 
diese Partikel vorzugsweise rund, obgleich auch eine 
unregelmaBige Gestalt zulassig ist. Ein derartiges 
Kunststoffmaterial zeichnet sich durch hohe Warmeleit- 
fahigkeit aus und ist aufgrund des vdlligen Einschlusses 
der vergleichsweise kleinen Aluminiumpartikel in dem 40 
Polyamid-Basismaterial dennoch elektrisch isolierend, 
so daB es in alien genannten Fallen problemlos und ohne 
die Gefahr von Kurzschlussen verwendet werden kann. 
Wenn als Material fur die eingeschlossenen Partikel 
Aluminiumoxid- oder Aluminiumhydroxid verwendet 45 
wird, ist die elektrische Leitfahigkeit dieser Partikel 
praktisch Null, so daB in jedem Fall eine hervorragende 
elektrische Isolation erzielbar ist Auch die Spritz- und 
GieBfahigkeit eines solchen Materials ist hervorragend 
fur die Zwecke der Erfindung geeignet. 50 

Patentanspriiche 

1. Kuhlvorrichtung fur eine Leiterplatte (2), bei der 
mindestens auf einer Seite gedruckte Leiterbahnen 55 
ausgebildet sind und die eine Vielzahl elektroni- 
scher Festkorperbauelemente (3) aufweist, die 
durch Loten mit der Leiterplatte (2) verbunden 
sind, um eine elektrische Schaitungsbaugruppe zu 
bilden, gekennzeichnet durch eine aus thermisch 60 
leitendem und vorzugsweise elektrisch isolieren- 
dem Kunststoff gebildete Beschichtung (1). 

2. Kuhlvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Beschichtung (1) aus mehre- 
ren, nur partiell auf eine oder beide Oberflachen 65 
der Leiterplatte (2), vorzugsweise mittels eines Auf- 
spritzverfahrens aufgebrachten Beschichtungsteil- 
bereichen besteht. 
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3. Kuhlvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB jeweilige warmeerzeugende 
elektronische Bauelemente (3) in den Beschich- 
tungsteilbereichen eingebettet sind, wobei die Be- 
schichtungsteilbereiche ggf. eine Verbindung zu 
warmeableitenden Bereichen der Schaitungsbau- 
gruppe herstellen. 

4. Kuhlvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Beschichtungsteilbereiche 
derart angeordnet sind, daB die Leiterplatte (2) 
nach der Ausbildung der Beschichtungsteilbereiche 
mit den elektronischen Bauelementen (3) bestiick- 
bar und verlotbar ist. 

5. Kuhlvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Beschichtung (1) durch teil- 
weises oder vollstandiges EingieBen der mit den 
elektronischen Bauelementen (3) bestuckten Lei- 
terplatte (2) in den thermisch leitenden und elek- 
trisch isolierenden Kunststoff gebildet ist. 

6. Kuhlvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daB das Kunststoffma- 
terial der Beschichtung (1) aus einer duroplasti- 
schen oder thermoplastischen VerguBmasse be- 
steht. 

7. Kuhlvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die duroplastische oder thermo- 
plastische VerguBmasse aus einem Epyxidharz-, 
Polyurethan- oder Polyamid-Basismaterial besteht, 
in dem vorzugsweise runde Aluminium-, Alumini- 
umoxid- oder Aluminiumhydroxid-Partikel als Full- 
stoff enthalten sind. 

8. Kuhlvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterplatte (2) 
einen zusatzlichen Kiihlkorper in Form einer me- 
tallischen Kernschicht (4) oder einer auf einer 
Oberflache befestigten Metallplatte aufweist 

9. Verfahren zum Herstellen einer Kuhlvorrichtung 
fur eine Leiterplatte (2), bei der mindestens auf ei- 
ner Seite gedruckte Leiterbahnen ausgebildet sind 
und die eine Vielzahl elektronischer Festkorper- 
bauelemente (3) aufweist, die durch Loten mit der 
Leiterplatte (2) verbunden sind, um eine elektrische 
Schaitungsbaugruppe zu bilden, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf eine oder beide Oberflachen der 
Leiterplatte (2) eine Beschichtung (I) aus thermisch 
leitendem und vorzugsweise elektrisch isolieren- 
dem Kunststoff mindestens partiell aufgebracht 
wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beschichtung (1) mittels eines 
Aufspritzverfahrens aufgebracht wird. 

1 1. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beschichtung (1) derart aufge- 
bracht wird, daB jeweilige warmeerzeugende elek- 
tronische Bauelemente (3) eingebettet werden und 
daB ggf. eine Verbindung zu warmeableitenden Be- 
reichen der Schaitungsbaugruppe hergestellt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Beschichtung (1) derart aufge- 
bracht wird, daB die Leiterplatte (2) im AnschluB 
hieran mit den elektronischen Bauelementen (3) be- 
stiickt und und verlotet werden kann. 

13. Verfahren zum Herstellen einer Kuhlvorrich- 
tung fur eine Leiterplatte (2), bei der mindestens auf 
einer Seite gedruckte Leiterbahnen ausgebildet 
sind und die eine Vielzahl elektronischer Festkor- 
perbauelemente (3) aufweist, die durch Loten mit 
der Leiterplatte (2) verbunden sind, um eine elektri- 
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sche Schaltungsbaugruppe zu bilden, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die bereits mit den elektrom- 
schen Bauelementen (3) bestQckte Leiterplatte (2) 
teilweise oder vollstandig in einen thermisch leiten- 
den und elektrisch isolierenden Kunststoff einge- 5 
gossenwird 

14. Verfahren nach einem der AnsprUcne 9 bis \o t 
dadurch gekennzeichnet, daB als Kunststoff materi- 
al eine duroplastische oder thermoplastische Ver- 
guBmasse verwendet wird. 10 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die duroplastische oder thermoplasti- 
sche VerguBmasse aus einem Epyxidharz-, Polyure- 
than- oder Polyamid-Basismaterial besteht, in dem 
vorzugsweise runde Aluminium-, Aluminiumoxid- 15 
oder Aluminiumhydroxid-Partikel als FQllstoff ent- 
halten sind. 
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